Test Cistiacich roliek a vplyv na nanasanie spajkovacej
pasty
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Vlastnik produktu: Magna. Katedra: KTE (Katedra technoldgii v elektronike).

V modernych technoldgiach povrchovej
montdaze SMT (Surface Mount
Technology), kvalita Cistenia stencilu, cez
ktory sa spajkovacia pasta tlaci na dosku
ploSnych spojov, priamo ovplyvnuje
presnost a spolahlivost procesu. Ma vplyv
aj na plynulost vyroby vdaka minimalizacii
nevyhnutnych preruseni vyrobnej linky.

V ramci tohto projektu sme sa zaoberali
analyzou kvality a vykonnosti Styroch
typov  Cistiacich  roliek, ktoré ma
k dispozicii spolo¢nost Magna.

Pri finalnom vybere typu rolky by sme
upriamili dbraz taktiez na cenu tychto
produktov, pripadne na dizku navinutého
Cistiaceho materialu na jadre.

roliek ¢ Vyhodnotenie, Ci pri¢inou defektov vo
vyrobe bolo nevhodné Cistenie stencilu.
Vyber typov najvhodnejsich roliek, pri
ktorych bolo zaznamenanych najmenej

chyb pocas vyroby a po prestojoch.

e Otestovanie parametrov
praktickymi experimentami.

* Nastavenie programu pre davkovanie
Cistiaceho roztoku.

* Analyza udajov vyplyvajucich z SPI
(Solder Paste Inspection).

Percentualny
Typ Pocet Pocet | Pocet prestojov podiel Uspesnost’
rolky vyrobenych | prestojov | spésobujicich prestojov bez
ks DPS chybu sposobujicich | prestojov
chyvbu
MP Scanditron 23,81 % 99,05 %
HCESII45017
AMTEST 2560 13 2 15,38 % 99,37 %
650-450-17-T
CSHPO006 1214 14 2 14,29 % 99,26 %
DEK/450/650P/17TM

EKRA 8017000268 2119

53,85 %

99.15 %

450mm / 17m Puro
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